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1. はじめに

　システムインパッケージ（System in Packageあるいは
System in a Package，以降 SiPと略す）の最近の技術動向に
ついては，その形態，性能，搭載チップの Pin数やチップ
間接続数などが，アプリケーションの分野ごとに，電子情
報産業協会 (JEITA)発行の“2013年度版日本実装技術ロー
ドマップ”において一節を割いて記述されている 1)。SiPに
関する各種パラメータについては，この資料をご参照いた
だくのが良い。本文では，SiPの成り立ち，その特徴，課
題などから動向をまとめてみる。
　そもそも SiPとはなんであろうか。SiPというパッケージ
ングテクノロジーが存在するかと言うと，それは否であろ
う。SiPはテクノロジー的に言えば，マルチチップモジュー
ル（Multi Chip Module：以後MCM）である。ただし，SiP
の名の通り，システムが一つのパッケージの形態をなして
いることから，搭載されているチップの中にプロセッサが
含まれていることが条件となる。たとえば，図 1は，4個
の高速 SRAMを搭載したマルチチップモジュール（サイズ
は 38 mm角）であるが，SiPとは呼ばれないであろう。

2. SiPの成り立ち

　SiPが SoC（System on Chipあるいは System on a Chip）
に対して出てきた言葉であることは，読者諸氏がご存じの
ことと思う。Dr. Mooreが 1960年代半ばに，“半導体ビジネ
スはトランジスタの微細化によって一定の率の密度増加を
達成し，その効果による低コスト化で成長する”と発表し
てから，1970年代，1980年代とその成長には陰りもなく隆
盛期をむかえ，日本でも“産業の米”と呼ばれ基幹産業の
花形になった。それまでの半導体技術の初期から成長期の
間，まだ幼生期であった半導体を使ってパッケージがシス
テムを実現していた。IBMの System/360から System/370
などがその典型である。ところが，成長著しい半導体は，
1990年代前半にはチップの中に種々の機能を取り込み，も
はやチップ一個でシステムが実現する勢いとなってきた。
その勢いから半導体関係者の中には，チップの際限ない密
度増加によりシステムの機能は将来にわたってチップ一個
の中で実現でき，パッケージは必要なくなるとまで言う者
も出てくるようになった。これが SoCと言う言葉が頻繁に
使われ始めた時代である。
　図 2は，中央上に AppleのMacintoshや IBMの RS/6000

図 1.　メモリマルチチップモジュール 図 2.　SoCとMCM
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